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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月10日(2017.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル信号を送信する送信回路と、
　前記送信回路が実装されたプリント配線板と、を備え、
　前記プリント配線板は、
　グランド導体と、
　前記送信回路から送信されたデジタル信号を伝送する伝送線路と、
　前記伝送線路に沿うように前記伝送線路と間隔をあけて配置され、前記伝送線路に沿う
配線方向の一端部が前記グランド導体に接続され、前記配線方向の他端部が開放された、
前記伝送線路と電磁的に結合する結合線路と、を有し、
　前記結合線路の配線方向の中央部と、前記グランド導体とが接続部材で接続されている
ことを特徴とするプリント回路板。
【請求項２】
　前記結合線路の電気長は、前記送信回路が送信するデジタル信号のデータレートに相当
する周波数の１／２波長に対し±２０［％］の範囲であることを特徴とする請求項１に記
載のプリント回路板。
【請求項３】
　前記プリント配線板は、複数の導体層が絶縁体層を介して積層された多層基板であり、
　前記結合線路は、前記複数の導体層のうちいずれかの導体層に配置され、
　前記伝送線路は、前記結合線路が配置された導体層に、前記結合線路に隣接して配置さ
れていることを特徴とする請求項１又は２に記載のプリント回路板。
【請求項４】
　前記プリント配線板は、複数の導体層が絶縁体層を介して積層された多層基板であり、
　前記結合線路は、前記複数の導体層のうちいずれかの導体層に配置され、
　前記伝送線路は、前記結合線路が配置された導体層に隣接する導体層に、前記プリント
配線板の面に垂直な方向から見て、前記結合線路に重なる位置に配置されていることを特
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徴とする請求項１又は２に記載のプリント回路板。
【請求項５】
　前記グランド導体は、前記複数の導体層のうち前記結合線路が配置された導体層とは異
なる導体層に配置された異層グランドパターンを有することを特徴とする請求項３又は４
に記載のプリント回路板。
【請求項６】
　前記接続部材は、前記異層グランドパターンと前記結合線路の中央部とを接続するヴィ
ア導体であることを特徴とする請求項５に記載のプリント回路板。
【請求項７】
　前記グランド導体は、前記結合線路が配置された導体層に配置され、前記結合線路の一
端部に繋がる同層グランドパターンを有し、
　前記同層グランドパターンと前記異層グランドパターンとは複数のグランドヴィア導体
で接続されていることを特徴とする請求項５又は６に記載のプリント回路板。
【請求項８】
　前記グランド導体は、前記結合線路が配置された導体層に配置された同層グランドパタ
ーンを有することを特徴とする請求項３又は４に記載のプリント回路板。
【請求項９】
　前記接続部材は、前記結合線路及び前記同層グランドパターンが配置された導体層に配
置され、前記同層グランドパターンと前記結合線路の中央部とを繋ぐ導体パターンである
ことを特徴とする請求項８に記載のプリント回路板。
【請求項１０】
　前記接続部材は、前記結合線路及び前記同層グランドパターンが配置された導体層に実
装されたインダクタンス素子であることを特徴とする請求項８に記載のプリント回路板。
【請求項１１】
　前記結合線路の一端部が、前記同層グランドパターンに繋がっていることを特徴とする
請求項８乃至１０のいずれか１項に記載のプリント回路板。
【請求項１２】
　前記グランド導体は、前記複数の導体層のうち、前記結合線路及び前記同層グランドパ
ターンが配置された導体層とは異なる導体層に配置された異層グランドパターンを有し、
　前記同層グランドパターンと前記異層グランドパターンとは複数のグランドヴィア導体
で接続されていることを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に記載のプリント回
路板。
【請求項１３】
　前記接続部材のリアクタンスが、３．２［Ω］以上１８．８［Ω］以下であることを特
徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のプリント回路板。
【請求項１４】
　前記結合線路の電気長が、１５４［°］以上１７０［°］以下であることを特徴とする
請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のプリント回路板。
【請求項１５】
　前記送信回路が、前記デジタル信号として差動信号を送信するよう構成され、
　前記プリント配線板は、前記伝送線路として、前記送信回路に接続された一対の差動伝
送線路を有することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のプリント回路
板。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のプリント回路板を備えた電子機器。
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